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ePoP

ePoP - pamiec typu Embedded Package-on-Package
do urzadzen nasobnych

Pamiec¢ ePoP firmy Kingston to wysoce zintegrowany komponent zgodny ze standardem
JEDEC, taczacy pamie¢ masowg esMMC (Embedded MultiMedia Card) oraz pamie¢ DRAM
LPDDR (Low-Power Double Data Rate) w rozwigzanie typu ,Package-on-Package” (PoP).
Pamiec ePoP jest przeznaczona do montazu bezposrednio na kompatybilnym uktadzie SoC
(System-on-a-Chip), co pozwala zmniejszy¢ wielkos$¢ ptytki drukowanej PCB) i zapewnia
optymalng wydajnos¢. Pamiec¢ ePoP to idealne rozwigzanie do zastosowar w ograniczonej
przestrzeni, takich jak urzadzenia nasobne.
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GLOWNE ZALETY

« Dzieki mozliwosci montazu bezposrednio na gtéwnym uktadzie SoC, - Upraszcza to projektowanie systemu, skraca czas wprowadzenia na

pamie¢ ePoP jest idealnym rozwiazaniem do zastosowan, w ktérych rynek i proces kwalifikacji.

wystepuja ograniczenia przestrzenne, takich jak urzadzenia nasobne. . Dostepne sa rozne konfiguracje oprogramowania sprzetowego,
- Pamie¢  DRAM o niskim poborze mocy i zoptymalizowane umozliwiajgce optymalne dostosowanie do wymagan pod wzgledem

oprogramowanie sprzetowe zmniejszajg zuzycie energii, zapewniajac wydajnosci, zuzycia energii i zywotnosci.

jednoczesnie  wysoka wydajnos¢ wymagang w  zastosowaniach
nasobnych zasilanych bateryjnie.

SEGMENTY RYNKU NUMERY KATALOGOWE | DANE TECHNICZNE PAMIECI EPOP

Pamiec¢ ePOP oparta na technologii LPDDR3

Temperatura
pracy

Numer
katalogowy

LPDDR3 10x10x0,8 -25°C ~ +85°C

04EP04-N3GM627

Internet rzeczy 04EP08-N3GM627 LPDDR3 | 10x10x0,85 -25°C ~ +85°C
08EP08-N3GTC32* LPDDR3 | 10x10x0,85 -25°C ~ +85°C
32EP08-N3GTC32 LPDDR3 | 10x10x0,85 -25°C ~ +85°C

LPDDR4x based ePoP

_—
emperatura

Numer
katalogowy | NAND | DRAM | v\ | DRAM pracy

08EP08-M4ETC32%* 8 8 51 LPDDR4x | 8x9,5x0,8 | 144 | -25°C ~ +85°C

08CP08-M4ETC32* 8 8 51 LPDDR4x | 8x9,56x0,85 | 144 | -25°C ~ +85°C

16EPO8-M4ETC32 16 8 51 LPDDR4x | 8x9,5x0,8 | 144 | -25°C ~ +85°C

32EP08-M4ETC32 32 8 51 LPDDR4x | 8x9,5x0,8 144 -25°C ~ +85°C

16EP16-M4FTC32 16 16 51 LPDDR4x | 8x9,5x0,8 | 144 | -25°C ~+85°C

32EP16-M4FTC32 32 16 51 LPDDR4x | 8x9,5x0,8 | 144 | -25°C ~ +85°C

: 32CP16-M4FTC32 32 16 51 LPDDR4x | 8x9,5x0,85 | 144 | -25°C ~ +85°C

Urzadzenia z rozszerzona rzeczywistoscia (AR)/ * Tryb pSLC dla zapewnienia wigkszej trwatosci

wirtualna rzeczywistoscia (VR)
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